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Les industriels doivent fournir des produits toujours plus complexes,
commercialiser encore plus rapidement, innover constamment et ameéliorer la
qualité du produit, le tout avec des ressources limitées.

Les équipes de conception exécutent fréquemment des milliers de scénarios
simulés, ce qui sollicite énormément l'infrastructure HPC.

Relever les défis de I'industrie manufacturiere grace
a des méthodes de simulation avancées

A mesure gue les entreprises de l'industrie manufacturiére de toutes tailles sont confrontées
a des pressions en matiére de colts et de concurrence, et que les produits deviennent

plus complexes et performants, les méthodes de simulation avancées utilisant des outils
d'ingénierie assistée par ordinateur (IAO) sont devenues essentielles pour commercialiser
plus rapidement des produits de qualité.

La simulation avancée peut aider les fabricants a mieux comprendre et tester leurs produits
via la création de prototypes numeériques détaillés. En simulant le comportement de ces
prototypes avant qu'ils ne soient mis en production ou entre les mains des clients, les
fabricants peuvent identifier les problémes potentiels des le début du processus. Cela
permet de réduire les risques, de gagner en temps et en argent ou encore d'améliorer la
qualité des produits. En outre, les outils d'IAO peuvent servir a développer rapidement

des conceptions rentables pour répondre aux exigences des clients en tenant compte de
facteurs tels que la sélection des matériaux, les régles de sécurité et le colt global.

Les outils d'IAO peuvent également contribuer a stimuler I'innovation tout en atténuant les
risques et les colts associés aux défaillances potentielles des produits, commme la garantie,
les colits de rappel et les litiges. La figure 1illustre comment une solution d'IAO prenant

en charge plusieurs disciplines d’ingénierie peut aider a relever les défis de I'industrie
manufacturiére et a répondre aux exigences des clients.
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Figure 1. Défis et exigences des clients de 'industrie manufacturiére traités par I'lAO
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HPE est le leader sur le marché des systemes HPC
avec 31,5 % de parts de marché.

Exigences des clients pour les environnements
de simulation IAO

Des outils de simulation avancés sont utilisés dans de nombreux secteurs, de
I'industrie automobile a I'aérospatiale, en passant par les produits de consommation
et la fabrication industrielle. Les ingénieurs s'appuient sur les outils d'lAO pour des
applications impliquant des tests virtuels pour I'aérodynamique, I'évaluation de

la durabilité des matériaux, la garantie de I'interopérabilité entre les pieces et les
composants ou encore l'optimisation de la qualité des produits.

Pour relever ces défis et bien d’autres, les fabricants ont besoin d'un environnement
de calcul haute performance (HPC) fiable et sécurisé qui peut les aider a :

— Obtenir des résultats plus rapidement pour les grandes simulations
— Prendre en charge des modeéles plus grands et plus complexes
— Accepter une plus grande variété de charges de travail de simulation avancées

— Réduire la complexité et le colt total de possession

Comme si tout cela ne suffisait pas, le besoin en matériel et en infrastructure
de stockage haute performance ne cesse d'augmenter. Plusieurs facteurs
expliquent ce besoin croissant de simulation informatique avanceée :

1
2

Optimisation des matériaux : emploi de matériaux plus exotiques et de
structures en nid d'abeille pour réduire le poids et le colt des conceptions

Durabilité : demande de produits plus écoresponsables, de vehicules
electrigues/hybrides et de meilleure recyclabilité et réutilisation des
produits/composants

Conformité : nécessité de se conformer a diverses réglementations
industrielles liées a la sécurité des produits, aux émissions et aux normes
d'efficacité énergétique (selon la juridiction)

Internet des objets (IoT) : des produits plus intelligents et plus connecteés
intégrant un éventail de capteurs

Jumeaux numériques : utilisation de représentations virtuelles d'objets
physiques qui imitent leurs homologues du monde réel

""Hyperion Research HPC Market Update”, Hyperion Research, page 10, November 2022
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Par exemple, les fabricants doivent allouer bien plus de
ressources a la simulation des technologies de batterie dans
les véhicules électriques et hybrides afin de garantir des
performances et une sécurité optimales. Avec la prolifération
des capteurs et des appareils connectés intelligents dans

les conceptions modernes, les ingénieurs sont confrontés

a de nouvelles exigences liées a la gestion du spectre.

lls doivent également davantage tenir compte de la
compatibilité électromagnétique (CEM) et des interférences
électromagnétiques (EMI).

A mesure que les modéles gagnent en complexité, la

meémoire et le cache disponible sont devenus des exigences
essentielles pour les processeurs et les serveurs qui alimentent
la simulation avancée. Les modeles sont souvent composés de
millions d'éléments ou de cellules. Plus un modele tient dans le
cache ou la mémoire du processeur, plus une simulation peut
étre effectuée rapidement. Les solveurs d'ingénierie effectuent
généralement des calculs en paralléle, et ce, en exploitant

les conceptions de processeurs multicoeurs modernes pour
contribuer a maximiser le débit et a obtenir des résultats plus
rapidement.

Parmi les disciplines et cas d'utilisation avancés de I'1AO décrits
dans la figure 1, la multiphysique est I'un des plus exigeants

car elle implique la simulation simultanée de différents

aspects d'un systéme physique. La multiphysique combine
plusieurs disciplines de I'lAO, notamment I'analyse structurelle,
la mécanique des fluides, la dynamique mécanique et
I'électromagnétisme. Les ingénieurs utilisent fréquemment
des techniques itératives telles que le plan d'expériences
(DOE) pour explorer la relation entre plusieurs parametres de
conception afin d'optimiser des systemes complexes.

Simulation IAO augmentée par I'l1A

Les fabricants utilisent de plus en plus le machine learning
(ML) et I'intelligence artificielle (IA) pour améliorer l'efficacité de
leurs simulations IAO. En collectant des données de simulation
antérieures et en apprenant a partir de ces derniéres, les

outils d'lAO basés sur I'|A peuvent générer des modéles pour
tester rapidement des alternatives de conception, et ce, sans
les contraintes ou les complexités informatiques liees aux
approches traditionnelles. Les simulations augmentées par

I'lA peuvent considérablement augmenter la productivité lors
des explorations de conception impliquant des simulations
haute fidélité. Par exemple, les ingénieurs peuvent accélérer
différents types de simulations, telles que les crash tests
automobiles, I'aérodynamique externe, la gestion thermique
des batteries et les systemes de réseaux d’antennes.

Les fonctionnalités d'lA sont de plus en plus intégrées
directement dans les produits proposés par les principaux
éditeurs de logiciels indépendants (ISV) dans le secteur de
I'IAQ, ce qui aide les ingénieurs a tirer parti de la simulation
augmentée par I'1A sans avoir besoin de compétences
approfondies en codage ou en science des données. Parmi
les exemples d'outils augmentés par I'lA, on peut citer Ansys®
SimAI™, Altair® DesignAl™ et Altair HyperStudy®. Alors que la
simulation augmentée par I'lA (également connue sous le nom
de simulation intelligente) devient de plus en plus répandue
dans les environnements modernes, de nouvelles techniques
d'IA générative (GenAl) devraient encore améliorer l'efficacité
et la compétitivité des opérations manufacturiéres.

2"Hyperion Research ISC24 Market Update,” May 2024

La GenAl dans l'industrie manufacturiére

La GenAl a le potentiel d'améliorer la productivité dans de
nombreux domaines, parmi lesquels le développement de
produits, la planification et I'approvisionnement en produits,
ainsi que divers aspects de la production. Concrétement, la
GenAl peut notamment faciliter la création de concepts de
produits et de dessins techniques pour réduire le prototypage,
permettant ainsi de prédire l'adéquation produit-marché avec
des données qualitatives sur les consommateurs/marchés ou
encore d'ajuster les ordres de production en temps réel selon
des capteurs et des données de suivi des commandes. Les
centres de conception IAO étant généralement des centres
d'excellence pour la gestion de l'infrastructure HPC, de
nombreuses nouvelles applications guidées par I'1A prenant
en charge ces cas d'utilisation trouveront probablement leur
place dans les datacenters HPC et IA convergés.

Pour répondre a ces exigences évolutives, les fabricants
recherchent de plus en plus des serveurs dotés des
caractéristiques suivantes :

— Processeurs haute fréquence avec un nombre élevé
de coeurs pour réaliser davantage de simulations plus
rapidement

— Grande capacité de mémoire, bande passante mémoire
élevée et grandes quantités de cache L3 pour contribuer a
maximiser le débit

— Accélérateurs pour la simulation d'ingénierie et
I'entrainement de modeles d'lA

— Hautes performances I/O pour le stockage et les
connexions réseau

— Faible latence réseau et bande passante réseau élevée pour
permettre des simulations paralléles et I'entrainement de
modeles

— Fiabilité, disponibilité et facilité de maintenance (ou RAS :
Reliability, Availability, Serviceability) pour maximiser la
productivité et limiter les temps d'arrét

Les progrés du HPC et de I'lA apportent de nouveaux
défis

Qutre les performances brutes du processeur, l'efficacité
énergétique représente une autre considération importante
pour les fabricants. Pour réduire leur empreinte carbone

et atteindre leurs objectifs de durabilité, les gestionnaires
de datacenters ont besoin de serveurs offrant un débit
maximal par watt afin de réduire les besoins en alimentation
et en refroidissement. lls peuvent également avoir besoin
de conceptions denses et économes en énergie qui
favorisent la réduction des besoins en refroidissement et de
'encombrement du datacenter.

Leader du marché des systémes HPC avec 31,5 % de parts de
marché,?Hewlett Packard Enterprise fournit l'une des solutions
d'lAO les plus complétes du secteur pour le calcul, les
interconnexions, le logiciel, le stockage et les services fournis
sur site, hybrides ou as-a-service. En s'associant 8 AMD, HPE
propose un écosysteme complet qui offre des performances,
une flexibilité et un choix exceptionnels sur toute la gamme
d'applications d'1AO et d'IA.
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Figure 2. Vue d'ensemble du portefeuille de solutions d'1AO de HPE et AMD

HPE propose de nombreuses options de déploiement
pour les fabricants, de l'infrastructure sur site a la
colocation en passant par les clouds privés et hybrides.

La solution HPE et AMD pour I'lAO

HPE offre une stack de solutions complétes (illustrée a la
Figure 2) a la fois flexible et personnalisable pour répondre

a la quasi-totalité des besoins commerciaux des clients

de I'industrie manufacturiere. Cette stack fournit un vaste
portefeuille d'applications d'1AO tierces prises en charge et
testées. Elle comprend également diverses plateformes de
logiciels systéme, de serveur et de stockage, fournies avec des
services HPE et partenaires a haute valeur ajoutée et des outils
de visualisation a distance pour prendre en charge les charges
de travail d'AO et d'IA.

La plupart des grandes équipes d'IAO exécutent leurs
simulations d'ingénierie avancées en interne a l'aide d'une
infrastructure sur site. Cela peut étre avantageux pour
plusieurs raisons. Une telle infrastructure est généralement
rentable pour les organisations ayant des charges de travail
soutenues qui peuvent maintenir un haut niveau d'utilisation
de leur infrastructure. Elle permet également de garantir que
la propriété intellectuelle sensible est protégée et que les
organisations peuvent gérer les co(ts tout au long du cycle de
vie de leur produit.

Pour les organisations qui préférent des solutions en
colocation ou des modeles de prestation de cloud hybride,

HPE a ce qu'il vous faut. La méme solution d'lAO puissante
peut éventuellement étre déployée sur HPE Greenlake pour
les clients qui préferent un service géré avec un modéle de
fourniture du cloud flexible. Ces options de déploiement
offrent aux fabricants une certaine flexibilité a mesure que leurs
besoins évoluent. Les composants de la solution HPE et AMD
pour I'1AO sont décrits comme suit :

Visualisation a distance : renforce la sécurité en confinant

les données critiques au datacenter ; améliore la productivité
et la collaboration avec un acces partout et a tout moment
aux modeles nécessitant une grande puissance graphique ;
contribue a réduire les colits grace a la centralisation, a une
gestion facilitée du systéme et a une utilisation optimisée

des ressources (logiciels et mateériel) ; fidélise le personnel
hautement qualifié en privilégiant I'equilibre avec la vie

privée et la flexibilité géographique. HPE propose une variété
de solutions de visualisation a distance et d'infrastructure

de bureau virtuel (VDI) congues a l'aide des derniers
processeurs AMD EPYC™ de 4e et 5e générations.® Pour les
clients IAO ayant des exigences de visualisation élevées,

NICE Desktop Cloud Visualization (DCV) offre un acces a
distance efficace et optimisé aux applications 3D gourmandes
en ressources graphiques, y compris tous les logiciels majeurs
de prétraitement et de post-traitement IAO .4

3 “Elevate your virtual desktop experience with HPE ProlLiant and AMD,” HPE, 2024

4“NICE Software Desktop Cloud Visualization and EnginFrame.,” HPE, 2021 DCV

and EnginFrame are offered by NICE software, now part of Amazon Web Services.
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Applications d’IAO : HPE et AMD ont noué des partenariats
solides avec plusieurs éditeurs de logiciels indépendants. Les
deux sociétés emploient des informaticiens et des ingénieurs
d'application qui aident ces éditeurs a tester et optimiser leurs
applications pour les serveurs HPE et les processeurs AMD.
Les principales applications d'1AO prises en charge et testées
comprennent Altair® Radioss®, Altair® AcuSolve®, Ansys®
Fluent® Ansys® Mechanical™, Ansys® LS-DYNA®, Ansys®
CFX® MSC® Nastran®, Siemens® STAR-CCM+®, OpenFOAM®,
Dassault Systemes SIMULIA® Abaqus® FEA et ESI® Virtual
Performance Solutions® (VPS) pour n'en nommer que
quelques-unes.

Frameworks d’IA et outils de science des données : alors
que certains centres de conception exploiteront les capacités
de simulation augmentée par I'lA offertes par les fournisseurs
d'outils d'IAO, d’autres devront peut-étre développer la
capacité d'entrainer des modeles en interne. Par exemple,
des applications telles que les systéemes avancés d'aide a la
conduite (ADAS) et les systémes de véhicules autonomes (AV)
nécessitent dénormes quantités de données d’entrainement
(collectées par des capteurs ou obtenues via des simulations
de conduite) pour affiner les modéles en continu et garantir
une parfaite opérabilité de ces fonctionnalités dans des
conditions météorologiques défavorables, face aux dangers
de la route et dans diverses situations de conduite. Les
fabricants peuvent utiliser une infrastructure HPE haute
performance alimentée par des processeurs et des
acceélérateurs AMD afin d'exécuter des solutions logicielles
ADAS/AV avanceées pour lI'entrainement et la simulation. Ils
peuvent également exécuter une large gamme d‘autres
frameworks d'entrainement de modéles d'lA, notamment
TensorFlow™, PyTorch™ ou le logiciel HPE Machine Learning
Development Environment Software.

Architecture HPC : les processeurs AMD EPYC de 4e

et 5e générations offrent des performances de pointe

pour la plupart des charges de travail les plus difficiles en

IAQ. Par exemple, selon des tests AMD realiseés sur des
plateformes de référence, un systeme basé sur un processeur
AMD EPYC 9575F 2P 64 coeurs de 5e génération (128 cceurs
au total) offre des performances arithmétiques moyennes
composites environ 1,57 fois supérieures a celles de la derniére
géneration de processeurs alternatifs lors de I'exécution d'une
sélection de tests avec Ansys Fluent v241.° Des systémes

aux performances supérieures peuvent aider les fabricants

a améliorer le débit de simulation et la productivité de
I'ingénierie.

2

5amd.com/en/legal/claims/epyc.html#g=9xx5-033

6 For details on the HIP see the AMD ROCm Software documentation.
7See github.com/ROCmM/ROCM.

Logiciel systeme HPC et IA : HPE propose aux clients IAO
une gamme compléte et modulaire de logiciels, comprenant
des solutions logicielles développées par HPE, associées

aux meilleures solutions de nos partenaires commerciaux

et prestataires en open source. Ce portefeuille est valide,
intégreé et optimisé pour la performance par HPE afin que les
industriels puissent choisir la bonne combinaison de logiciels
pour leurs applications d'lAQ, tous issus d’'une seule source
comprenant le systéme d'exploitation, la gestion du cluster, les
planificateurs de tache et les gestionnaires de ressources, les
outils et bibliotheques HPC, etc.

Bibliothéques optimisées : AOCL (AMD Optimizing CPU
Libraries) est un ensemble de bibliotheques numeériques
optimisées pour la famille de processeurs AMD EPYC. Ces
bibliothéques sont dotées d'une interface simple pour
profiter des derniéres innovations matérielles afin d'accélérer
le développement et les performances des applications
d'lAQ. Elles peuvent tirer parti des fonctionnalités au niveau
matériel telles que les instructions AVX-512, disponibles dans
les derniers processeurs AMD EPYC de 4e et 5e générations,
pour acceélérer les applications d'lAO des éditeurs de logiciels
indépendants et le code développé en interne capable
d'utiliser ces instructions étendues.

AMD ROCm™ : AMD ROCm est une stack logicielle ouverte
comprenant des outils de programmation, des compilateurs,
des bibliotheques et des environnements d'exécution pour

le développement de logiciels sur certains GPU et APU AMD.
Lensemble complet de bibliotheques AMD ROCm permet
aux fabricants ayant des exigences informatiques avancées
de déployer rapidement des applications accélérées. Au
cceur d’AMD ROCm se trouve l'interface HIP (Heterogeneous-
computing Interface for Portability), une APl et un
environnement d'exécution qui permettent aux développeurs
de créer des applications portables sur les GPU de plusieurs
fabricants.? HIP permet aux développeurs d'adapter
facilement le code NVIDIA® CUDA pour gu'il s'exécute sur les
acceélérateurs AMD Instinct. AMD ROCm étant open source
et disponible gratuitement, les développeurs ont rapidement
adopte la plateforme, ce qui a donné naissance a un vaste
écosysteme de modeles d'IA et d'applications d'1AO optimisés
pour les serveurs alimentés par AMD.

Nceuds de calcul HPC : HPE propose plusieurs options de
serveur haute performance pouvant servir de nceuds de
calcul HPC en fonction des besoins du client. Pour la plupart
des environnements d'lAO commerciaux, les systemes

HPE Cray XD2000 ou les serveurs HPE ProLiant Gen1
constitueront des choix judicieux, car ils s'intégrent
facilement dans les environnements de datacenter existants.
Les installations de supercalcul nécessitant les niveaux

de performance les plus élevés dans des configurations

100 % refroidies a I'eau peuvent étre intéressées par les
supercalculateurs HPE Cray EX2500 et HPE Cray EX4000.
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Le tableau 1 présente les serveurs et systéemes HPE adaptés aux charges de travail de
simulation IAO et d'IA.

Tableau 1. Systémes et serveurs alimentés par AMD pour les environnements d'lAO

Gamme de
serveurs

HPE ProLiant Gen11

HPE Cray XD2000

HPE Cray XD675

HPE ProLiant Com-
pute XD685

HPE Cray EX2500/
EX4000

Serveurs

Technologie de
processeur

Technologie
d'accélérateur

Conditionne-
ment

Gestion

Interconnexions

Options de re-
froidissement

Idéal pour

Serveur HPE Pro-
Liant DL325 Genl

Serveur HPE ProLiant
DL365 Genll

Serveur HPE Pro-
Liant DL385 GenT1

Processeurs
AMD EPYC de 4e et
5e générations

GPU NVIDIA ou
AMD Instinct (certains
modeles)

Serveurs empilables
en rack 1/2U standard

HPE iLO 6, DMTF Re-
dfish

Logiciel de gestion
d'infrastructure
convergée HPE

Ethernet, InfiniBand,
HPE Slingshot

Refroidissement par
air ou refroidissement
direct a l'eau (DLC)

Modules de serveur
haute performance

refroidis par air tradi-
tionnels

Serveur
HPE Cray XD225v

Serveur
HPE Cray XD295v

Processeurs
AMD EPYC de 4e et
5e générations

GPU NVIDIA ou
AMD Instinct

Chassis dense et
multiserveur

DMTF Redfish

HPE Performance
Cluster Manager

Ethernet, InfiniBand,
HPE Slingshot

Refroidissement par
airou DLC

Environnements

de datacenter HPC
denses nécessi-
tant les derniers
processeurs et
accélérateurs haute
performance

Serveur
HPE Cray XD665

Serveur
HPE Cray XD675

Processeurs
AMD EPYC de 4e gé-
nération

GPU NVIDIA ou
AMD Instinct®

Chassis de serveur
GPU dense

DMTF Redfish

HPE Performance
Cluster Manager

Ethernet, InfiniBand,
HPE Slingshot

Refroidissement par
airouDLC

Environnements
de datacenter HPC
denses avec plu-
sieurs GPU pour les
applications d'1AO
ou I'entrainement
et I'inférence de
modeles d'IA

HPE ProLiant Com-
pute XD685

Processeurs
AMD EPYC de 5e gé-
nération

GPU AMD Instinct

Chassis de serveur
GPU dense

HPE iLO

HPE Performance
Cluster Manager

Ethernet, InfiniBand

Refroidissement par
airou DLC

Environnements

de datacenter HPC
denses avec plusieurs
GPU pour les applica-
tions d'lAO ou l'entrai-
nement et linférence
de modeles d'IA

Lame HPE Cray EX425

Lame HPE Cray EX4252
Lame HPE Cray EX325n
Lame HPE Cray EX235a
Lame HPE Cray EX255a

Processeurs AMD EPYC
de 3e et 4e générations

GPU/APU NVIDIA ou
AMD Instinct

Chassis dense et multiser-
veur, architecture basée
sur des lames

HPE Cray System Mana-
gement

HPE Performance Cluster
Manager

HPE Slingshot

Refroidissement a l'eau via
des unités de distribution
de refroidissement?®

Centres HPC nécessitant
les plus hauts niveaux de
performances de super-
calcul

8 The 4U HPE Cray XD665 supports NVIDIA HI00 GPUs only. The 8U HPE Cray XD675 supports AMD Instinct MIBOOX OAM GPUs only.
9 In the HPE Cray EX2500, parts of the system may be air-cooled in specific circumstances. “HPE Cray Supercomputing EX QuickSpecs,” HPE, 2024
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Serveurs HPE ProLiant Genll: le serveur HPE ProLiant DL325 Gen11 est une
excellente solution pour les clients IAO qui préférent les systemes 1U a processeur
unique. Ce serveur a des besoins modestes en matiére d'alimentation et de
refroidissement, et s'intégre aisément dans la plupart des environnements de
datacenter. Le HPE ProLiant DL365 Genl1, un serveur 1U a double processeur, et le
HPE ProLiant DL385 Gen1, un serveur 2U a double processeur, sont d'excellents
choix pour les charges de travail d'lAO qui nécessitent une capacité de mémoire

importante.

Serveurs HPE ProLiant

Serveur HPE ProLiant DL325 Gen11

Serveur 1U 1P
Processeur AMD EPYC unique de 4e ou 5e génération, jusqu’a 160 coeurs'®
Jusqu'a 3 To de mémoire DDR5, CXL 1.1 pris en charge

Jusqu'a 4 disques durs/baies SSD SAS/SATA a grand facteur de forme, ou jusqua
10 disques durs/baies SSD SAS/SATA NVMe a petit facteur de forme

Jusqua 20 baies NVMe EDSFF E3.S

Serveur HPE ProLiant DL365 Gen11

Serveur 1U 2P
Jusqu'a 2 processeurs AMD EPYC de 4e ou 5e génération, jusqu’a 160 coeurs”
Jusqu'a 6 To de mémoire DDR5, CXL 1.1 pris en charge

Jusqua 10 disques durs/baies SSD SAS/SATA/NVMe a petit facteur de forme ;
jusqu'a 20 baies EDSFF E3.S

Jusqua 2 logements PCle Genb x16 ; jusqu’a 2 logements OCP3.0 x8 (extensibles
vers x16)

Serveur HPE ProLiant DL385 Gen11

Serveur 2U 2P
Jusqu'a 2 processeurs AMD EPYC de 4e ou 5e génération, jusqu’a 160 coeurs’?
Jusqua 6 To de mémoire DDR5, CXL 1.1 pris en charge

Jusqua 12 disques durs/baies SSD SAS/SATA a grand facteur de forme ; jusqu'a
24 disques durs/baies SSD SAS/SATA/NVMe a petit facteur de forme ; jusqu’a
36 baies EDSFF E3.S ; jusqu'a 48 disques durs/baies SSD a petit facteur de forme

Jusqu'a 8 logements PCle Genb ; jusqu’a 2 logements OCP3.0 x8 (extensibles
vers x16)

Vue avant du serveur
HPE ProLiant DL325 GenTl

Vue avant du serveur
HPE ProLiant DL365 Gen1

Vue avant du serveur
HPE ProLiant DL385 Genl1

Figure 3. Serveurs HPE ProLiant pour les charges de travail d'IAO

Les serveurs HPE ProLiant DL325, HPE ProlLiant DL365 et HPE ProLiant DL385 GenTl
illustrés dans la figure 3 prennent en charge les derniers processeurs AMD EPYC de
4e ou be génération. Pour les applications d'lAO les plus gourmandes en calcul, HPE
recommande aux clients d'utiliser des processeurs AMD EPYC de 5e génération avec
32 a 64 cceurs par socket. Ces processeurs affichent d'excellentes performances
méme avec un nombre de coeurs plus élevé, car ils prennent en charge 12 canaux de
meémoire indépendants. Les systémes HPE ProLiant qui exécutent des processeurs
AMD EPYC de 5e génération nécessitent les derniers modules DIMM 6 400 MT/s,
offrant jusqua 25 % de bande passante mémoire en plus par rapport aux modules
DIMM 4 800 MT/s.”®

10172 HPE plans to release HPE Proliant servers with 160 core 5th Gen AMD EPYC 9845 processors in early 2025.
S HPE ProLiant DL3x5 servers with 5th Gen AMD EPYC processors require 6400 speed-rated DIMMs but operate at 6000 MT/s, 25% faster than 4800 MT/s DIMMs

supported by 4th Gen AMD EPYC processors.
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Les clients qui exécutent ces serveurs ont le choix entre différents environnements
d’exploitation. Les environnements pris en charge comprennent Red Hat® Enterprise Linux®
(RHEL), SUSE Linux Enterprise Server (SLES) et Windows Server* La gestion de serveur
intégrée HPE ProLiant, HPE iLO, vous permet de configurer, de surveiller et de mettre a jour
VOS serveurs en toute sécurité, ol que vous soyez.

Systéme HPE Cray XD200O : |e systeme HPE Cray XD2000 est une plateforme
multiserveur dense qui assure des performances et une flexibilité de charges de travail
exceptionnelles dans 'encombrement d'un petit datacenter, tout en offrant l'efficacité d'une
infrastructure partagée. Il constitue un excellent choix pour les environnements IAO de taille
moyenne ou grande qui nécessitent des performances, une évolutivité, une densité, une
maintenance simplifiée et une facilité de gestion.

Chaque chassis HPE Cray XD2000 2U prend en charge jusqu‘a quatre serveurs

HPE Cray XD225v 1U prenant en charge les processeurs AMD EPYC de 4e ou be génération.
Chaque chassis peut également prendre en charge deux serveurs HPE Cray XD295v 2U 2P
demi-largeur. Les deux serveurs peuvent étre maintenus sans affecter le fonctionnement
des autres serveurs du méme chassis, ce qui accroit la disponibilité des serveurs. Le

HPE Cray XD2000 offre une densité jusqu'a quatre fois supérieure a celle d'un serveur 2U
traditionnel empilable en rack dans des racks standard, et offre un accés facile par l'arriere.®

Systeme HPE Cray XD2000 Spécifications des systemes XD225v (1U) et XD295v (2U)

Processeur Jusqu'a 2 processeurs AMD EPYC de 4e ou 5e génération, jusqu’a
160 cceurs/320 threads par socket'®

Priseencharge = Windows, RHEL, SLES, Ubuntu, HPE Cray OS, VMware®
des systémes
d’exploitation

Mémoire 12 canaux DDR5 par processeur a 4 800/6 000 MT/s (jusqua
24 modules DIMM au total pour 2P)"
Noeuds 1U/2P demi-largeur ; jusqua 4 par chassis
Ché'ss'iS,HPE Cray XD2000 a denSit? 2U/2P demi-largeur (prise en charge GPU) ; jusqu’a 2 par chassis
optimisée prenant en charge jusqua
4 serveurs HPE Cray XD225v 1U ou Voies PCle 65 voies PCleb avec XGMI 4 liaisons + 6 voies PCle3 supplémentaires
2 serveurs HPE Cray XD295v 2U par processeur
Stockage Prend en charge jusqu‘a 2 baies SSD NVMe par noeud (4 pour 2U) et/ou
M.2 2280/22110
Logement 2 logements PCle Gen3 x16
d’extension Tlogement PCle Gens x16 MCIO

1logement de cable PCle Gen5 x16 MCIO
1logement carte fille PCle Gen3 x4 M.2

Alimentation Prise en charge du bloc d'alimentation CRPS 2 400 W 240 V
(enfichable a
chaud)
Rack de datacenter HPE
avec DLC en option Ventilateurs 4 ventilateurs 4056 par nceud

Refroidissement Refroidissement par air ou DLC en option

Figure 4. Systemes HPE Cray XD2000 pour les charges de travail d'I1AO.

" Operating systems and virtualization software support for HPE ProLiant servers are designed for seamless integration with partner operating systems and
virtualization software. By collaborating closely with our partners, we ensure that their products are optimized, certified, and fully supported within your
HPE server environment. Access the certified and supported servers for each of the operating system and virtualization software: HPE Servers Support &
Certification Matrices—hpe.com/us/en/collaterals/collateral. a50010841enw.html

> The HPE Cray XD200O0 system supports four HPE Cray XD225v 1U Servers in two rack units, whereas some servers require 2 rack units for a single server.
“HPE Cray XD2000 QuickSpecs,” HPE, 2024

8 HPE plans to release HPE Cray XD2000O systems with 160 core 5th Gen AMD EPYC 9845 processors in 2025.
7 The HPE Cray XD225v and HPE Cray XD295v Servers with 5th Gen AMD EPYC processors require 6400 MT/s rated DIMMs but operate at 6000 MT/s.
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8 “HPE Performance Cluster Manager
QuickSpecs,” HPE, 2024

Les systemes HPE Cray XD200O0 constituent une solution complete et évolutive pour les clients
HPC. IIs disposent d'options d'alimentation et de refroidissement flexibles (hotamment le

DLC), offrant ainsi des performances supérieures tout en réduisant le co(it total de possession.
Jusqu'a 20 chassis HPE Cray XD2000 peuvent étre installés dans des racks standard HPE 42U
ou 48U, ce qui permet de fournir jusqu’a 80 serveurs et 160 processeurs AMD EPYC de 4e ou
5e génération par rack de datacenter, selon les conditions d’alimentation et de refroidissement.

Les clients qui souhaitent augmenter la densité de calcul peuvent déployer des systémes
HPE Cray XD2000 avec jusqu’a quatre serveurs HPE Cray XD225v 1U par chéssis. Pour les
clients exécutant des charges de travail accélérées, jusqu’a deux serveurs HPE Cray XD295v
peuvent étre installés dans chaque chassis prenant en charge les derniers accélérateurs GPU,
notamment les accélérateurs NVIDIA H100 PCle, NVIDIA H100 NVL, NVIDIA L40s PCle et
AMD Instinct MI210 PCle.

Les fabricants peuvent également utiliser HPE Performance Cluster Manager, une solution

de gestion de systeme entierement intégrée offrant toutes les fonctionnalités nécessaires

pour gérer les serveurs en cluster HPE Cray XD2000."® HPE Performance Cluster Manager
regroupe les informations de gestion du systeme et de gestion a distance a partir de 'API DMTF
Redfish standard prise en charge sur le HPE Cray XD20OO. Le logiciel propose également la
configuration du systeme, la surveillance et la gestion du matériel, la gestion et les mises a

jour des images, la gestion de l'alimentation et des intégrations avec les solutions logicielles
d‘éditeurs de logiciels indépendants et open source.

Intégré a la technologie Silicon Root of Trust de HPE, le processeur sécurisé AMD est un
processeur de sécurité dédié intégré au system-on-a-chip (SoC) AMD EPYC. Associé a une
reprise sécurisée et une validation d'exécution du micrologiciel au démarrage fournies par HPE,
cela permet de limiter les violations de sécurité et les interruptions du systéme en cas de code
compromis.

Serveurs HPE Cray XD675 et HPE ProLiant Compute XD685 : e serveur HPE Cray XD675 est
une excellente solution pour les charges de travail de deep learning et GenAl gourmandes en
GPU. Construit a I'aide des mémes technologies qui alimentent les supercalculateurs les plus
puissants et efficaces au monde, il prend en charge les processeurs EPYC de 4e génération avec
plusieurs GPU et des applications d'IAO accélérées, ou I'entrainement de grands modeles d'IA.
Vous trouverez ci-dessous les détails du serveur HPE Cray XD675.

Serveur HPE Cray XD675 Spécifications du serveur (8U).

de stockage

Processeur Jusqu'a 2 processeurs AMD EPYC de 4e ou 5e génération, jusqu’a
96 coeurs/320 threads par socket

Accélérateur 8 GPU AMD Instinct MI300OX OAM

Prise en charge Windows, RHEL, SLES, Ubuntu, HPE Cray OS, VMware
des systémes
d’exploitation

Mémoire Prise en charge d'un maximum de 24 modules DIMM DDR5 5 600 MT/s
Noeuds Noeuds de serveur 8U installés dans un rack HPE Cray XD6500.
Voies PCle 65 voies PCle5 avec XGMI 4 liaisons + 6 voies PCle3 supplémentaires

ppar processeur

Vue avant du chassis du systéme

HPE Cray XD675 8U avec Stockage Prend en charge jusqu’a 2 baies SSD NVMe par nceud (4 pour 2U) et/ou
2 processeurs AMD EPYC de M.2 2280/22110
4e generation etjusqg"a 8 GPQ Logement 5 logements d'extension PCle Gen5.0 pleine hauteur et demi-longueur,
AMD MI300X OAM, plusieurs options d’extension 2 logements d'extension OCP 3.0 avec intégration

Alimentation Kit Platinum 3 000 W (6x 3 000 W + 2x 2 400 W) et kit Titanium 3 000 W
(enfichable a (6x 3000 W +2x 2 700 W)
chaud)

Ventilateurs 12 ventilateurs 801105 par noeud

Refroidissement Refroidissement par air ou DLC en option

Figure 5. Systemes HPE Cray XD675 pour les charges de travail d'1AO Une nouvelle norme de solutions d’1AO et d'IA dans I'industrie manufacturiere | 11
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9PCle 5.0 supports up to 32 GT/sec.
PCle 4.0 supports up to 16 GT/sec.

20 HPE InfiniBand adapters are based
on standard Mellanox ConnectX-6
technology.

2 Electricity 2024 - Analysis and
forecast to 2026, IEA, 2024

22" jquid cooling: a cool approach
for Al," HPE, August 2024

2B "HPE Cray XD2000 QuickSpecs,”
HPE, 2024

Pour les clients réclamant de meilleures performances accélérées, le serveur

HPE ProLiant Compute XD685 5U est un systeme similaire a grande échelle de GPU qui
prend en charge les derniers processeurs AMD de 5e génération et, au choix, des GPU
AMD Instinct MIBOOX ou MI325X OAM.

Stockage et réseau : un |/O rapide est essentiel pour les charges de travail d'lAO

et d'lA afin de s'assurer que les fichiers et I'l/O du réseau ne constituent pas un

goulet détranglement pendant la simulation. Les systemes HPE Cray XD2000, les
serveurs HPE Cray XD675, les serveurs HPE ProLiant Compute XD685 et les serveurs
HPE ProLiant Genl1 offrent un PCle® 5.0, ce qui permet de doubler le débit par rapport a
la génération précédente (PCle Gen4).® HPE offre de nombreuses options de PCle haute
performance, notamment des adaptateurs HDR et NDR InfiniBand de 200 Gbit/s,”° des
adaptateurs multi-ports 100 GbE et des baies SSD NVMe haute performance. Les clients
peuvent éventuellement utiliser des adaptateurs Ethernet HPE Slingshot de 200 Gbit/s
pour des performances réseau accrues. Plusieurs options de stockage sont disponibles
dans le chéssis, allant de O a 24 lecteurs SAS/SATA a petit facteur de forme.

Afin de répondre aux besoins de stockage supérieurs a la capacité disponible a
I'intérieur du chéssis, HPE propose deux options pour un systéme de fichiers paralléle
externe partagé pour les clusters d'1AO et d'IA, selon les préférences des clients et les
exigences dévolutivité :

— Cray ClusterStor E1000 Storage Systems : un produit de stockage HPE a I'échelle du
rack disponible dans des configurations 100 % flash, disque ou hybrides qui intégre
le systeme de fichiers open source Lustre® avec un support d'entreprise complet
pour le matériel et les logiciels de HPE.

— HPE Cray Storage Systems C500 : une version convergée d'entrée de gamme
du systéme Cray ClusterStor E1000 Storage System qui offre des performances
impressionnantes. Elle est idéale pour les clusters HPC/IA d'entrée et de milieu de
gamme dans les environnements d’'IAO avec des budgets de stockage limités. En
exploitant les atouts de différents supports de stockage (NVMe, SSD/SAS, disque
dur), cette architecture hybride unique offre des performances et une capacité
exceptionnelles a partir d'une configuration en rack 3U.

Services : HPE et ses partenaires proposent une gamme de services pour répondre aux
exigences de 'lAO dans I'industrie manufacturiere, du réglage de l'application jusquaux
services de conseil plus intégrés, comme la gestion de projets et de clusters, le conseil
sur site, la gestion de compte technique et le conseil en architecture de solution.

Refroidissement a I'eau direct en option

La simulation IAO et I'l|A font partie des applications les plus gourmandes en calcul.
C'est sans surprise qu‘avec la croissance rapide de I'lA, la consommation dénergie
des datacenters et les coUts énergétiques associés continuent d'augmenter. Selon le
rapport Electricité 2024 de I'Agence internationale de I'énergie (AIE), les datacenters
ont consomme 2 % de I'électricité mondiale en 2022, et I'AlE prévoit que les besoins
energetiques pourraient doubler d'ici 2026.2' Bon nombre de datacenters ne sont pas
équipés pour prendre en charge les exigences de refroidissement des processeurs et
GPU modernes.

Pour les clients disposant de datacenters correctement équipés, les systemes

HPE Cray XD2000 offrent une prise en charge préte a l'emploi du DLC. Loption DLC
permet aux clients d’accroitre la densité de puissance et l'efficacité du datacenter.??
Les racks de serveurs HPE se connectent directement aux alimentations en eau de
I'installation sans nécessiter de plomberie secondaire. Des options sont disponibles
pour le refroidissement du processeur seul ou du processeur et de la mémoire. Bien
que le refroidissement par air convienne a la plupart des applications utilisant les
derniers processeurs AMD EPYC décrits dans ce document pour des configurations
denses spécifiques impliquant des processeurs AMD EPYC avec des TDP par socket de
300 watts ou plus, HPE peut recommander le systéme HPE Cray XD2000 avec l'option
DLC.®
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Un systeme HPE Cray XD200O0 a quatre nceuds alimenté
par des processeurs AMD EPYC de 5e génération a fourni
jusqu‘a 1,25 fois le débit d’'un systeme équivalent alimenté
par des processeurs AMD EPYC de 4e génération exécutant
une combinaison de charges de travail d'|AO Ansys.?

Performances de pointe

Les systemes HPE Cray XD2000 et les serveurs HPE ProLiant Gen 11 peuvent offrir
aux fabricants un avantage concurrentiel. En octobre 2024, HPE a mené une série
compléte de tests internes impliquant des charges de travail d'IAO populaires. Lors de
ces tests, un systeme HPE XD2000 doté des derniers processeurs AMD EPYC 9555
de 5e génération a 64 coeurs a été évalué par rapport & un systéme de configuration
similaire doté de processeurs AMD EPYC 9554 de 4e génération.?®

Quatre applications Ansys différentes (Ansys LS-DYNA, Ansys Fluent, Ansys CFX

et Ansys Mechanical), chacune impliquant plusieurs modeles, ont été testées.?
L'amélioration moyenne des performances a été calculée pour chaque application sur
tous les modéles exécutés.

Les résultats, illustrés a la figure 6, sont impressionnants. Pour les charges de travail
d'analyse par éléments finis (FEA) explicites exécutant Ansys LS-DYNA, les derniers
systémes HPE Cray XD2000 équipés de processeurs AMD EPYC de 5e génération ont
offert des performances jusqu'a 1,25 fois supérieures a celle d'un systéme équivalent
équipé de processeurs AMD EPYC de 4e génération. Des améliorations similaires ont
également été observées pour les autres solveurs Ansys.

Tests de performance IAO des serveurs HPE : systémes HPE Cray XD2000 avec processeurs
AMD EPYC de 4° et 5° générations

Average throughput (jobs per day, higher is better)—4 node 2P servers

A ® LS-DYNA®
ey 1,25X plus rapide

Ansys® Fluent®
® ® E

Ansys® Mechanical™

1,20Xx plus rapide

m HPE Cray XD2000 - EPYC 9554 (64¢) m HPE Cray XD2000 - EPYC 9555 (64¢)

Figure 6. Comparaison de systémes HPE Cray XD200O similaires équipés de processeurs AMD EPYC de 4e et 5e générations sur des charges de travail Ansys standard

24 Detailed results are available from HPE with a nondisclosure agreement (NDA)

% HPE internal testing—The Ansys tests were conducted in October 2024, comparing performance of an HPE Cray XD2000 system running 8x 4th Gen AMD EPYC
9554 processors (4x HPE Cray XD225v Servers) with a base clock of 310 GHz compared to an identical system running 8x 5th Gen AMD EPYC 9555 processors with
a base clock of 3.20 GHz. Results may vary based on factors such as silicon version, hardware and software configuration, memory DIMMs, and driver versions.

% The Ansys Fluent test involved nine different models; The Ansys CFX test involved five different models; The Ansys LS-DYNA tests involved two models; The Ansys
Mechanical test involved three models.
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L'avantage « EPYC »

Apparus en juin 2017, les processeurs AMD EPYC combinent
un plus grand nombre de cceurs, une grande capacité de
meémoire, une bande passante de mémoire extréme, de
grandes tailles de cache et des I/O volumineux avec les
rapports adéquats pour obtenir des performances de charge
de travail HPC exceptionnelles. Pour les clients d'IAO, cela
peut se traduire par des simulations plus rapides et plus
approfondies de modeles plus grands et plus complexes,
contribuant ainsi a offrir un avantage concurrentiel significatif.

Les processeurs AMD EPYC 9005 sont la derniere génération
de la famille de processeurs AMD EPYC puissants et efficaces
pour serveurs, a l'origine de plusieurs centaines de records

du monde de performance et d'efficacité.?” Les avancées

de la famille de processeurs AMD EPYC 9005 sont rendues
possibles par I'architecture de cceur de processeur Zen 5
hautement efficace et par des technologies de processus

de microprocesseur avancées, afin de mieux répondre aux
besoins des datacenters d'IAO et d'IA modernes. La gamme
complete d'offres de processeurs comprend une large gamme
de nombres de cceurs (jusqu’a 192 coeurs, 384 threads par
processeur), de fréquences (jusqua 5 GHz), de capacités

de cache, de niveaux d'efficacité énergétique et de prix
compétitifs, le tout complété par la compatibilité logicielle x86
familiere qui permet aux serveurs basés sur AMD EPYC 9005
de prendre en charge facilement la quasi-totalité des besoins
de l'entreprise.

Les processeurs AMD EPYC de 5e génération offrent plusieurs
avantages par rapport a la génération précédente et aux
processeurs concurrents :

— Jusqu'a 192 ceeurs, soit 50 % de plus que le processeur
AMD EPYC 9754 haut de gamme de 4e génération?®

— Jusqua 37 % daugmentation IPC monothread (moyenne
géométrique) par rapport a la génération précédente pour
les charges de travail HPC?®

— 25 % de débit mémoire en plus par rapport a la génération
précédente®®

Améliorations avancées de la sécurité au niveau de la puce
(PME, SEV-ES, SEV-SNP)

27 See AMD EPYC processor world records.

Siles performances sont importantes, l'efficacité énergétique
et la durabilité du datacenter sont également essentielles.
Les processeurs AMD EPYC alimentent les serveurs x86

les plus économes en énergie du secteur, offrant des
performances exceptionnelles et contribuant a réduire la
consommation dénergie.® Dans le benchmark SPECpower®
largement utilisé pour mesurer l'efficacité énergétique, un
systéme a double socket alimenté par des processeurs

AMD EPYC 9754 4128 cceurs de 4e génération a fourni une
efficacité énergétique environ 2,25 fois supérieure a celle
d'un systéme a double socket alimenté par des processeurs
concurrents.®? En d'autres termes, les clients de l'industrie
manufacturiére peuvent obtenir des gains de performances
et d'efficacité considérables grace & une sélection rigoureuse
des technologies de processeur pour leur infrastructure de
serveur.

Une architecture idéale pour les charges de travail
d’'l1AO etd’IA

L'architecture unique illustrée a la figure 7 est déterminante
pour l'avantage en termes de débit du processeur AMD EPYC.
Bien qu’un processeur AMD EPYC 9745 a 128 coeurs avec

8 groupements de cceurs (CCD) et 256 Mo de cache L3 soit
présenté dans lillustration, une large gamme de références
est disponible pour prendre en charge différentes charges

de travail. Selon la référence, les processeurs AMD EPYC de
5e génération comptent une seule matrice I/O et jusqua

16 CCD. Le processus industriel avancé TSMC N3 (3 nm) utilisé
pour les CCD permet aux fréquences d’horloge d'atteindre
5,00 GHz en mode boost pour les processeurs AMD EPYC
sélectionnés, offrant ainsi des performances monothread
exceptionnelles pour les charges d'lAO et d'1A.%°

Tandis que les autres processeurs partagent des quantités
relativement faibles de cache L3 sur plusieurs coeurs, les
processeurs AMD EPYC de 5e génération offrent jusqua

512 Mo de cache L3. Chaque coeur sur un CCX offre un
chemin direct vers son cache L3 associé afin d'accélérer

le débit et de réduire la latence.?* Cette combinaison de
grandes quantités de cache L3 par coeur, de canaux directs
vers le cache, de plusieurs canaux de mémoire et de vitesses
de transfert de mémoire plus rapides fournit un débit
exceptionnel.

28 The top-of-stack AMD EPYC 9965 provides 192 cores. The 4th Gen AMD EPYC 9754 provides 128 cores, a 50% increase.

29 amd.com/en/legal/claims/epyc.html#g=9xx5-001.

30 5th Gen AMD EPYC processors support DDR5 DIMMs operating at 6000 MT/s vs 4800 MT/s for the previous generation.

STEPYC-028D: SPECpower_ssj® 2008, SPECrate 2017_int_energy_base, and SPECrate 2017_fp_energy_base based on results published on SPEC’s website as of
2/21/24. VMmark® server power-performance / server and storage power-performance (PPKW) based results published at vmware.com/products/vimmark/

results3x.1.html?sort=score. The first 105 ranked SPECpower_ssj®2008 publications with the highest overall efficiency overall ssj_ops/W results were all powered
by AMD EPYC processors. For SPECrate 2017 Integer (Energy Base), AMD EPYC CPUs power the first 8 top SPECrate®2017_int_energy_base performance/system
W scores. For SPECrate®2017 Floating Point (Energy Base), AMD EPYC CPUs power the first 12 SPECrate®2017_fp_energy_base performance/system W scores.

For VMmark server power-performance (PPKW), have the top 5 results for 2- and 4-socket matched pair results outperforming all other socket results and for
VMmark server and storage power-performance (PPKW), have the top overall score. See amd.com/en/claims/epyc4d#faq-EPYC-028D for the full list. For additional
information on AMD sustainability goals see: amd.com/en/corporate/corporate-responsibility/data-center-sustainability.html. More information about SPEC® is
available at spec.org. SPEC, SPECrate, and SPECpower are registered trademarks of the Standard Performance Evaluation Corporation. VMmark is a registered
trademark of VMware in the US or other countries.

82 SP5-011F: SPECpower_ssj®2008 comparison based on published 2P server results as of 1/12/2024. Configurations: 2P 128-core AMD EPYC 9754 (36,210 overall
ssj_ops/W, 2U, spec.org/power_ssj2008/results/res2024q1/power ssj2008-20231205-01347.html) is 2.25x the performance of best published 2P 64-core Intel
Xeon Platinum 8592+ (16,106 overall ssj_ops/W, 2U, spec.org/power ssj2008/results/res2024q1/power ssj2008-20231205-01349 html) SPEC® and SPECpower_
ssj® are registered trademarks of the Standard Performance Evaluation Corporation. See spec.org for more information.

33 Refers to the 5th Gen 9575F part. Max. Boost for AMD EPYC processors is the maximum frequency achievable by any single core on the processor under normal
operating conditions for server systems. (EPYC-18).

34 CCX is a term used in AMD CPUs that stands for core complex. Up to 8 Zen 5 cores or 16 Zen 5¢ cores can be combined with 32 MB of shared L3 cache to create
a CCX. These core complexes are fabricated onto a die (CCD). The number of CCDs per processor varies. See 5th Gen CPU cores on page 5 of the 5th Gen AMD
EPYC Processor Architecture white paper.
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Figure 7. Architecture globale d'un processeur AMD EPYC 9745 (128 coeurs) de 5e génération

Les processeurs AMD EPYC sont & privilégier pour les supercalculateurs exascale
de prochaine génération.®® Avec leur nombre élevé de coeurs (jusqu'a 192

par processeur), les processeurs AMD EPYC de 5e génération contribuent &
améliorer I'évolutivité, le débit et le délai de simulation. Malgré leurs performances
exceptionnelles, ces processeurs sont abordables et conviennent aux budgets
des environnements d'lAO de petite et moyenne taille, généralement parmiles
fournisseurs de niveau 1 et 2.

Pour la plupart des applications d'lAO, les composants de 4e et 5e générations a 32 ou
64 ceeurs offriront des performances et une valeur ajoutée optimales. Les processeurs
tels que 'AMD EPYC 9355 de 5e génération a 32 coeurs et 'AMD EPYC 9555 &

64 ceeurs offrent des performances par coceur de pointe, tout en offrant de grandes
quantités de cache L3. La combinaison de fréquences d’horloge élevées, d'une bande
passante mémoire importante et de grandes quantités de cache L3 peut aider les
fabricants a améliorer leurs performances et leurs délais de mise sur le marché, ainsi
qua réduire le colit total de possession, et ce, en offrant de meilleures performances
pour un encombrement réduit dans le datacenter. Les processeurs AMD EPYC de

5e génération constituent un choix judicieux pour les charges de travail d'IAQ, car ils
offrent les avantages suivants :

— Des performances exceptionnelles pour optimiser l'efficacité des licences d'outils
d'1AO

— De grandes quantités de cache L3 par coeur pour réduire le temps d'exécution
des analyses

— 12 canaux de mémoire DDR5 haute vitesse prenant en charge jusqua 6 000 MT/s,
pour un débit mémoire exceptionnel

— Cache L3 dédié par CCD, permettant davantage d‘analyses simultanées par
serveur

%5 The specific EPYC SKUs offered will depend on the HPE server platform.
%6 5.0 GHz boost speed is available only on the high-frequency 5th Gen AMD EPYC 9575F and AMD EPYC 9175F parts.
%7512 MB of L3 cache available on the 5th Gen AMD EPYC 9755 and AMD EPYC 9175F parts.

38 AMD EPYC-based systems have been chosen as the basis of exascale supercomputers. Design wins include Frontier, a collaboration
between the U.S. Department of Energy (DOE), ORNL, and El Capitan, a collaboration between U.S. DOE, LLNL, and HPE.
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Tableau 2. Processeurs AMD EPYC séries 9005 et 9004 recommandés pour les charges de travail d'1AO

Puissance
(watts)

Horloge boost
max.3®

Type de charge de
travail

Modeéle Coeurs/
EPYC threads

Horloge
de base

CachelL3

Processeurs AMD EPYC de 5e génération

9655 96/192 2,60 GHz 4,50 GHz 384 Mo 400 Eau Débit
(DLC)
9575F 64/128 3,30 GHz 5,00 GHz 256 Mo 400 Eau Performances des
(DLC) coeurs
9555(P) 64/128 3,20 GHz 4,40 GHz 256 Mo 360 Eau Débit
(DLC)
9355(P) 32/64 3,55 GHz 4,40 GHz 256 Mo 280 Air Equilibrée
9135 16/32 3,65 GHz 4,30 GHz 64 Mo 200 Air Equilibrée
Processeurs AMD EPYC de 4e génération
9654 96/192 2,40 GHz Jusqua 3,7 GHz 384 Mo 360 Eau Débit
(DLC)
9554 64/128 3,10 GHz Jusqu'a 256 Mo 360 Eau Débit
3,75 GHz (DLC)
9454 48/96 2,75 GHz 3,8 GHz 256 Mo 290 Air Equilibrée
9354 32/64 3,25 GHz 3,8 GHz 256 Mo 280 Air Equilibrée
9474F 48/96 3,60 GHz Jusqu'a41GHz 256 Mo 360 Eau Performances des
(DLC) coeurs
9374F 32/64 3,85 GHz Jusqu'a4,3GHz 256 Mo 320 Air Performances des
coeurs
9274F 24/48 4,05 GHz Jusqu‘a 256 Mo 320 Air Performances des
4,30 GHz coeurs
9174F 16/32 40 GHz Jusqua 4,40 GHz 256 Mo 320 Air Performances des

39 Max Boost speed for AMD EPYC processors is the maximum speed achievable by any core on the processor under normal operating

conditions for server systems. (EPYC-18)

0 For a complete list of available processors, see the HPE Cray XD2000 QuickSpecs and the HPE ProLiant DL385 Genll QuickSpecs

coeurs

Le tableau 2 présente une sélection des références de processeur disponibles

pour les systemes HPE Cray XD200O et les serveurs HPE ProLiant Genl1.4° Pour les
charges de travail d'1AQ, les processeurs en gras sont souvent considérés comme
optimaux pour obtenir un bon équilibre entre vitesse d’horloge, débit par coeur

et cache L3 disponible. Les clients peuvent contacter leur représentant HPE pour
discuter du meilleur profil de processeur en fonction de leurs charges de travail et de

leurs objectifs.
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Accélérateurs AMD Instinct

Les accélérateurs AMD Instinct sont congus pour offrir des performances de pointe
aux applications d'lA et de HPC optimisées afin de tirer parti des GPU. Les clients
peuvent choisir les serveurs HPE appropriés en fonction de l'accélérateur AMD Instinct
dont ils ont besoin, comme illustré dans le tableau 3.

Tableau 3. Accélérateurs AMD Instinct pris en charge par serveur HPE

Accélérateur AMD Instinct Mi210X MI30 MI325X

Serveur HPE pris en charge Systéeme HPE Cray XD2000 Serveur HPE Cray XD675, HPE ProLiant Compute
(serveur XD295v) HPE ProLiant Compute XD685 XD685

Nb max. de GPU/serveurs 2 8 8

Performances vectorielles FP32 (pic) 45,3 TFLOPS 163,4 TFLOPS 163,4 TFLOPS

Connexion PCle OAM Infinity Fabric OAM Infinity Fabric

Unités de calcul GPU 104 304 304

Mémoire 64 Go HBM2e 192 Go HBMS3 256 Go HBM3E

Mémoire théorique maximale BW 1,6 To/s 5,3To/s 6 To/s

Les accélérateurs GPU AMD Instinct MI325X, avec l'architecture AMD CDNA™ de

3e génération, offrent des performances et une efficacité idéales pour I'entrainement
et l'inférence. Avec leur capacité de mémoire de pointe et leur bande passante

de 6 To/s, ils optimisent les performances et contribuent a réduire le colt total de
possession. Intégrés au logiciel AMD ROCm, ils prennent en charge les principaux
frameworks d'IA, simplifiant ainsi le déploiement. Ces accélérateurs sont compatibles
avec l'infrastructure de la plateforme AMD Instinct MIBOOX, avec un solide support
Jour O d'Open Al, PyTorch, Hugging Face, Databricks, Lamini et bien d'autres.

Pour les charges de travail d'entrainement de modéles ou de CFD gourmandes
en GPU qui gagneraient a utiliser plusieurs GPU et de grandes quantités de
meémoire GPU, HPE recommande des configurations riches en GPU telles que le
serveur HPE Cray XD675 ou le serveur HPE ProlLiant Compute XD685. Compareé
aux accélérateurs concurrents, le GPU AMD Instinct MI325X peut fournir des
performances HPC jusqu’a 2,4 fois plus élevees (TFLOPS de pointe).*

“TMI325-008: Calculations conducted by AMD Performance Labs as of October 2nd, 2024 for the AMD Instinct™
MI325X (1000W) GPU designed with AMD CDNA™ 3 5nm | 6nm FInFET process technology at 2,100 MHz peak boost
engine clock resulted in 163.4 TFLOPs peak theoretical double precision Matrix (FP64 Matrix), 81.7 TFLOPs peak
theoretical double precision (FP64), 163.4 TFLOPs peak theoretical single precision Matrix (FP32 Matrix), 163.4 TFLOPs
peak theoretical single precision (FP32), 653.7 TFLOPS peak theoretical TensorFloat-32 (TF32), 1307.4 TFLOPS peak
theoretical half precision (FP16), Actual performance may vary based on final specifications and system configuration.
Published results on NVIDIA H200 SXM (141GB) GPU: 66.9 TFLOPs peak theoretical double precision tensor (FP64
Tensor), 33.5 TFLOPs peak theoretical double precision (FP64), 66.9 TFLOPs peak theoretical single precision (FP32),
4947 TFLOPs peak TensorFloat-32 (TF32), 989.5 TFLOPS peak theoretical half precision tensor (FP16 Tensor). TF32
Tensor Core performance were published by NVIDIA using sparsity; for the purposes of comparison, AMD converted
these numbers to non-sparsity/dense by dividing by 2, and this number appears above. NVIDIA H200 source: nvdam.
widen.net/s/nb5zzzsjdf/hpc-datasheet-sc23-h200-datasheet-3002446 and anandtech.com/show/21136/nvidia-at-
sc23-h200-accelerator-with-hbm3e-and-jupiter-supercomputer-for-2024
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Les serveurs HPE équipés de
processeurs AMD, idéaux pour les
charges de travail d'I1AO

Les applications d'lAO comme la dynamique des fluides
numeériques (CFD) et I'analyse par éléments finis (FEA) ont des
prérequis de calcul différents. Les solutions algorithmiques
CFD sont souvent limitées en mémoire et tireraient avantage
de serveurs dotés d'une grande quantité de mémoire, de
plusieurs canaux de mémoire et d'une grande quantité de
cache L3 par coeur.

La FEA implicite, comme I'analyse structurelle ou thermique,
fait appel a une matrice creuse consommatrice de calcul

qui est généralement limitée par la taille de la mémoire et la
bande passante. Les problémes de FEA explicite, comme les
analyses non linéaires transitoires et de collision, ont besoin
de grandes performances du processeur. Ces charges de
travail bénéficient d'un nombre de coeurs plus élevé et de
processeurs haute fréquence dotés d'une grande quantité de
cache.

Selon le type de probleme d'IAO, I'association et 'adaptation de
processeurs a grand nombre de ccoeurs et a haute fréquence,
de grandes quantités de cache L3, d'une bande passante a
mémoire élevée et d'1/O volumineux peut contribuer a plus
rapidement les problémes d'lAO. Les serveurs HPE dotés de
processeurs AMD EPYC offrent aux fabricants une large gamme
de choix uniques pour optimiser leurs environnements d’1AO.
Les processeurs EPYC a nombre élevé de coeurs peuvent
fournir un débit élevé par nceud pour les applications d'1AO qui
bénéficient du parallélisme multicoceur. Les processeurs a moins
de cceurs avec une haute fréquence et une grande quantité

de cache L3 offrent de hautes performances par coeur, ce qui
permet d'utiliser efficacement les licences logicielles par cceur.

Accélérer I'entrainement et I'inférence des modeéles
d’IA

Les processeurs AMD EPYC peuvent accélérer 'ensemble

de votre parcours d'lA en fournissant un processeur hote

pour le machine learning accéléré par GPU et un processeur
efficace pour I'inférence de I'1A. Les serveurs alimentés par des
processeurs AMD EPYC de 4e et be générations et les derniers
acceélérateurs AMD Instinct offrent la bande passante nécessaire
pour former des modeles prédictifs et arriver aux poids de
parameétres nécessaires pour que les modeles fonctionnent
selon la vitesse et la précision dont vous avez besoin. Les
acceélérateurs AMD Instinct offrent des performances d'lA
exceptionnelles par rapport a la concurrence. Par exemple, sur
la base de tests internes AMD et en examinant les précisions
d'IA couramment utilisées, l'accélérateur AMD Instinct MI325X
peut fournir des performances 1,3 fois supérieures par rapport
aux accélérateurs concurrents.*

Favoriser les initiatives de développement durable

Pour les opérateurs de datacenters, la consommation d'énergie
et les émissions de carbone associées sont des enjeux de

plus en plus importants. Sur la base d'objectifs scientifiques
alignés sur un scénario de 1,5 °C, AMD s'est engageé a réduire
les émissions de ses opérations (champs d'application 1et 2)
de 50 % d'ici 2030.42 AMD propose un outil d'estimation du
colit total de possession des émissions de gaz a effet de serre
(GES) pouvant servir a estimer les économies potentielles

et les réductions démissions avec différents processeurs

AMD EPYC.#4

HPE est également acquis a la cause du développement
durable et s'est engageé a alimenter100 % de ses opérations de
soutien a I'énergie électrique a partir de sources renouvelables
d'ici 2025. HPE s'est également engagé a atteindre des
émissions nettes de GES nulles sur 'ensemble de sa chaine de
valeur d'ici 2040.4

2 MI300-17: Measurements conducted by AMD Performance Labs as of November 11th, 2023 on the AMD Instinct™
MIB00X (750W) GPU designed with AMD CDNA™ 3 5nm | 6nm FinFET process technology at 2,100 MHz peak boost
engine clock resulted in 653.7 TFLOPS peak theoretical TensorFloat-32 (TF32), 1307.4 TFLOPS peak theoretical half
precision (FP16), 1307.4 TFLOPS peak theoretical Bfloat16 format precision (BF16), 2614.9 TFLOPS peak theoretical 8-bit
precision (FP8), 2614.9 TOPs INT8 floating-point performance. The MI300OX is expected to be able to take advantage of
fine-grained structure sparsity providing an estimated 2x improvement in math efficiency resulting 1,307.4 TFLOPS peak
theoretical TensorFloat-32 (TF32), 2,614.9 TFLOPS peak theoretical half precision (FP16), 2,614.9 TFLOPS peak theoretical
Bfloat16 format precision (BF16), 5,229.8 TFLOPS peak theoretical 8-bit precision (FP8), 5,229.8 TOPs INT8 floating-point
performance with sparsity. Published results on NVIDIA HI00 SXM (80GB) 700W GPU resulted in 989.4 TFLOPs peak
TensorFloat-32 (TF32) with sparsity, 1,978.9 TFLOPS peak theoretical half precision (FP16) with sparsity, 1,978.9 TFLOPS
peak theoretical Bfloat16 format precision (BF16) with sparsity, 3,957.8 TFLOPS peak theoretical 8-bit precision (FP8)
with sparsity, 3,957.8 TOPs peak theoretical INT8 with sparsity floating-point performance. NVIDIA H100 source:

!G‘SOU?’OGS.H\/\(MH.COWT/@TWUS'TQHSO\‘CO!G‘.

43 In the AMD Corporate Responsibility Report and other AMD climate-related disclosures, AMD references this
operational GHG reduction goal (market-based emissions) as a “science-based target” that is aligned witha 1.5°C
scenario. Per the California Climate and Carbon Disclosure Requirements (AB-1305), the basis for this statement is the
AMD GHG goal is aligned with the Science-based Target initiative’s (SBTi's) 1.5-degree minimum target ambition of 4.2%
linear annual reduction. The SBTi criteria considers multiple climate scenario models from the IAMC and IEA. Interim
progress by AMD toward the goal is disclosed in the AMD CR Report (page 35,37) as measured by metric tCO2e of
Scope 1and 2 GHG emissions (market-based). The AMD 2020 base year value is 61,754 metric tCO2e and the 2030
target year value is 30,877 metric tCO2e (a 50% reduction). AMD reports total Scope 1and 2 GHG emissions for each
interim year and undergoes third-party limited assurance of the Scope 1and Scope 2 values, as well as the percentage
completion toward the goal. For the most current AMD reported data, calendar year 2023, AMD reported 46,605 metric
tCO2e Scope 1and 2 emissions, approximately a 24.5% reduction from the 2020 baseline. The data received limited
level assurance in accordance with the International Standard on Assurance Engagements (ISAE) 3000 Revised.

44 AMD EPYC Bare Metal and Greenhouse Gas Emissions TCO Estimation Tool.
4 “HPE Living Progress Report for Fiscal Year 2023,” HPE, 2024
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Options de déploiement du cloud avec
HPE GreenLake

La transformation numeérique produit de nouvelles charges

de travail gourmandes en données, tandis que I'analyse en
temps réel explose a une échelle inédite. Cela a augmenté la
demande en HPC et en IAO dans les environnements cloud.
HPE GreenlLake démocratise le HPC en permettant aux
entreprises de toutes tailles d'accéder a une infrastructure haute
performance pour les charges de travail de simulation. HPE est
un leader du HPC traditionnel, et les solutions & la demande

de HPE Greenlake constituent une prochaine étape naturelle.
HPE GreenlLake est une solution de cloud prive sur site ou en
colocation clé en main, entierement gérée et exploitée par
HPE. Basé sur HPE GreenlLake, CAE-aaS permet aux clients de
déployer plus facilement et plus rapidement des charges de
travail d'IAOQ/IA convergées sur des clusters haute performance
avec des coUts prévisibles et transparents, une surveillance
continue pour permettre un dimensionnement optimal de la
capacité ainsi que la possibilité d'augmenter la capacité sur site
et alademande.

HPE peut vous aider a trouver la solution optimale
pour les charges de travail d’'1AO

Les clients exécutent une grande variété de charges de travail
d'lAO en fonction de leur secteur d'activité, de leur combinaison
d'outils et de leurs exigences commerciales uniques. HPE
travaille en étroite collaboration avec AMD et des éditeurs de
logiciels indépendants partenaires pour exécuter une variété

de benchmarks internes comparant les systemes basés sur

les processeurs AMD EPYC & ceux dotés de processeurs
concurrents, a l'aide dapplications d'IAO standard. HPE peut
aider les clients a trouver la solution optimale pour leurs besoins
en partageant les détails des benchmarks standard que nous
avons exécutés. Nous pouvons également aider les clients qui
souhaitent évaluer leurs propres charges de travail applicatives.
Pour plus de détails sur les benchmarks disponibles ou pour
vous renseigner sur I'exécution de vos propres benchmarks,
contactez votre représentant HPE.

Réduire 'encombrement et le colit total de
possession du datacenter

Parmi les indicateurs clés utilisés par les gestionnaires de
datacenters d'IAO, on peut citer le délai d'exécution des taches,
les simulations par rack et le débit par kilowattheure (kwh).

Les benchmarks standard de I'industrie sont utiles, mais ce

qui compte le plus, c’est la fagon dont la combinaison unique
d'applications HPC d'une organisation fonctionne dans le
monde réel. Les benchmarks décrits précédemment montrent
que les fabricants peuvent augmenter considérablement le
débit de simulation pour diverses charges de travail d'lAO

en utilisant des systemes HPE Cray XD2000 équipés de
processeurs AMD EPYC de 4e et 5e générations. En d'autres
termes, les fabricants peuvent souvent atteindre les mémes
performances avec moins de nceuds de calcul, ce qui entraine
des économies a plusieurs niveaux, notamment l'infrastructure,
I'alimentation, le refroidissement et les colts administratifs.
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En savoir plus
HPE.com/servers/CrayXxD2000

AMD.com/en/products/
processors/server/epyc/9005-
series.html

HPE.com/partners/amd

HPE.com/info/manufacturing

Visiter HPE.com

Conclusion : pourquoi choisir
HPE et AMD dans l'industrie
manufacturiére ?

Premier fournisseur de solutions HPC et d'IA du marché, HPE
propose un portefeuille unifié de solutions de calcul et de
stockage congus pour simplifier la gestion des systemes et
des données, réduire les coUts et la complexité, et évoluer
afin d'offrir les performances exceptionnelles exigées par

la nouvelle génération de solutions d’IAO dans l'industrie
manufacturiére.

De nombreuses sociétés de l'industrie manufacturiere

du monde entier utilisent déja les solutions d'1AO de HPE.
Al'heure ol I'AO et I'|A prennent une part toujours plus
importante dans la chaine logistique et le cycle de vie des
produits, les systémes HPE Cray et les serveurs HPE ProLiant
alimentés par des processeurs AMD EPYC de 4e et

5e générations peuvent fournir d'excellentes performances
applicatives pour aider les fabricants a résoudre leurs
problémes les plus complexes, a innover plus rapidement et a
améliorer leur productivité ainsi que leur rentabilité.

En utilisant les serveurs HPE dotés des derniers processeurs
AMD EPYC, les fabricants peuvent :

— Accélérer le processus de conception pour répondre aux
pressions visant a réduire les délais de commercialisation

— Réduire les temps d'exécution afin d'optimiser la
productivité

— Obtenir un débit plus élevé pour améliorer la qualité de la
conception

— Adapter les investissements en infrastructures pour
optimiser le co(t total de possession

Live Chat
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